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１．ECO SOLDER PASTE M705-GRN360-K2-V 

本产品是由焊锡粉和助焊剂形成的膏状焊接材料。在使用时、请参照本产品的产品 

规格书（技术资料）／产品安全数据表（ＭＳＤＳ）。 

 

２．使用时的注意事项 

１） 本产品为无铅焊料。请注意不要混入其他成分的焊膏中。 

２） 请不要用手直接接触焊膏。 

   若衣服或身体上附有焊膏时，请及时用乙醇酒精擦去。 

３） 请避免吸入回流时喷出的蒸汽。 

４） 在焊料工作场所需要安装局部排气装置或全面排气装置。 

５） 焊接工作结束后或用膳前务必要洗手和漱口。 

６） 请把焊膏保存在冷藏库内（０℃～１０℃）。 

７） 从冷藏库内取出焊膏后，放置１～２小时恢复到室温后再进行开封。 

８） 恢复到室温后，打开容器的盖子，用刮刀搅拌２０～３０回。 

利用自动混炼机搅拌时，请注意搅拌时间。搅拌时间过长会由于锡粉之间的摩擦 

导致发热，造成焊膏的恶化。０．５～１分钟之间作为标准。 

９） 从容器中取出适量的焊膏后、及时盖上容器的盖子。 

１０） 焊膏在继续使用的情况下，放在室温中（２４小时）也没有问题。 

但是，使用过一天以上的焊膏在以后还要继续使用时，请盖紧盖子，放到冷藏库内 

保管。开封过一次的焊膏，请在一个月以内使用。 

11）  休息时间等在３０分钟以上、印刷被一时中断的场合，印刷模板需要进行清洗并在试

印 1～2块后进行生产。 

０．４ｍｍ间隔的ＱＦＰ图形等开口部狭小的地方、模板开口部旁边附有的焊膏会逐渐

变干、印刷模板的脱落性可能会随之变差。     

１２） 焊膏印刷完后、请尽快进行回流。（印刷后，４小时以内） 

１３） 焊料工作场所的环境应适合温度在２３～２５℃、湿度６０％以下。 

１４） 使用过一次的焊膏，请尽量废弃。 

再使用的场合、不要把焊膏放回到原来的容器里、应装入其它容器、放入冷蔵库内进

行保管。 而且在使用时、应检查以下的事项后再进行使用。 

① 焊膏的表面有无干燥（注１） 

② 焊锡球试验（ＳＴＭ－３８－９） （注２）  
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注１） 焊膏的表面有无干燥 

      焊膏表面的干燥表皮是指焊膏的表面层变干且变硬的状态。ＧＲＮ３６０在一般的 

保管状态下是不必担心这种情况的发生。 

      但，容器侧面占有的焊膏，必须用橡胶勺削去或用无尘纸擦净后进行保管。 
 
                           干燥表皮 
     

 
焊锡膏 

 
 

 
 
注２） 焊锡球试验 

     在氧化铝基板（２５×２５×０．６ｍｍ）上放置网板（６．５Φ×０．２ｍｍ）并用焊膏进行印

刷，用１５０℃、1分钟的条件进行预热，在２５０℃的加热板上进行加热溶解。冷却后， 

凝固后焊锡的外观（焊锡球的扩大形状）用２０倍的放大镜进行对焊锡球的粒径，数量 

进行观察。 

    表 1的１，２部分为合格。 
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表１ 焊锡粒子的凝集状态 
 

焊锡的凝

集度 
 

焊锡的凝集状态的说明 
 

示例图 

１ 焊锡（粉末）在熔融后，焊剂变成一个大

的球，周围无焊锡球。 
 

２ 焊锡（粉末）在熔融后，焊剂变成一个大

的球，并且周围有 3个以下且直径在７５µm

以下的焊锡球存在。 

 

 

 
° 
° 

° 

３ 焊锡（粉末）在熔融后，焊剂变成一个大

的球，并且周围有 4个以上且直径在７５µm

以下的焊锡球存在，没有排成半连续的环

状体。 

 

 
° 
° 

° 

           ° ° 

 
４ 焊锡（粉末）在熔融后，焊剂变成了一个

大的球，并且周围有多数的且排成半连续

的环状体。 

 

 

°  º 
º        ° 

º        º 

º º º °  
 

５ 以上以外的东西  
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３．保存条件 

  ① 未开封品 

 为了防止助焊剂和焊锡粉化学反应的促进、请放在０～１０℃的阴暗场所（冷藏库）进行 

保管。 

  ② 开封时  

为了防止结露水分进入锡膏容器内，从冷藏库内取出后，温度回到室温后再进行开封。 

  ③ 开封后 

 开封后请尽早使用。使用了一部分的焊膏再度需要保存时、用刮刀刮落容器内侧附有 

的焊膏，并请放入冷藏库内保存。在容器内侧附有焊膏的情况下进行保管时，这部 

分的焊膏会变干，印刷性能也就随着变低。 

使用过一次的焊膏，请存放到其它容器内保管并尽早使用。  

  

   
内侧附有的焊膏 

 

                                           

                             焊膏 

                                      

 

 

４．保证期限 

本产品的保证期限是在未开封・冷藏保管（０～１０℃）的状态下生产日起６个月。 

 

５．搅拌条件 

①手搅拌 

为了增强焊膏的流动性，回到室温后用刮刀等工具搅拌２０～３０回。 

  

②自动混炼机 

时间请设定在焊膏的温度不超出室温以上的范围内。过多的搅拌会因锡粉的 

摩擦导致发热，造成焊膏的变坏。 

    例）MALCOM制…回到室温后０．５～１分钟 
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６．可使用时间 

①连续印刷时间 

  →连续添加焊膏的场合…８ 小时 

 →不连续添加焊膏的场合…４ 小时 

②版上的焊膏快到１／３（滚动径：１０ｍｍ以下）之前请继续添加。 

③焊膏被放置在版上的时间请在３小时以内。 

④印刷中断在３０分钟以上时、请清洗模板开口部。 

⑤使用环境适合在温度２３～２６℃、湿度６０％以下。 

 

７．印刷条件 

・印刷速度 … ３０～６０ｍｍ／ｓｅｃ 

  →过慢的场合…对开口部塞入的时间长就容易渗透 

  →过快的场合…焊膏的滚动性变低、并且开口部的进入性就变坏。 

・刮刀角度 … ６０～７０° 

・刮 刀 …金属刮刀／树脂刮刀硬度９０ 

・印压量  …版上无残留的水准（刮刀／每ｍｍ：１５～２５×１０－２Ｎ） 

・离版速度 … ２．５ ～５．０ ｍｍ／ｓｅｃ 

・间隙 … －０．５ｍｍ 

・焊膏量 … 滚动径：１４～１５ｍｍ 

               

刮刀    焊膏 

                              

 

                  

滚动径 
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８．印刷后的放置时间 

印刷后请尽快进行回流（Ｍａｘ．４ｈｒ）。 

〈不允许放置的条件〉 

・电风扇或换气的风经过的地方 

→焊膏的表面会干燥、粘着力会变低→部件的落下、偏离、芯片竖立 

・冷藏保管 

→回到室温后有结露水分、焊膏进行吸湿→焊锡球、飞散、湿润性不良 

・温度高的环境（２８℃以上） 

→焊膏表面很快变干、粘着力会变低→部件的落下、偏离、芯片竖立 

・湿度高的环境（７０％以上） 

→长时间放置后焊膏进行吸湿→焊锡球、飞散、湿润性不良 
 

  

９．焊膏的构成 

 
   

〈焊膏的构成比〉 
 

 Ｐｏｗｄｅｒ Ｆｌｕｘ 

Ｗｔ％（重量％） ８９ １１ 

Ｖｏｌ％（体积％） ５０ ５０ 

 

 

助焊剂的构成和机能 

 

成  分 ｗｔ％ 机   能 

松香 ５０～６０ 防止再氧化 

活性剂 ＜ １ 除去氧化物 

可塑剂 ５～８ 印刷形状的维持 

溶剂 ３０～４０ 粘度調整 
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〈可塑剂〉 

耐热性 ： １２０～１５０℃ 

⇒１２０℃以下 ： Ｇｅｌ／凝胶（膏状） 

⇒１５０℃以上 ： Ｓｏｌ／胶体溶液（胶质状） 

 

 
 

                                                                             

          Ｆｌｕｘ   Ｐｏｗｄｅｒ                   
                                                           
                                        适当的预热温度→无塌陷现象 

                                       

            印刷后状态                                                                   

                                                             
 
开始温度过高、并在焊膏中残存了较多的 

溶剂状态下升温→塌陷 

                      

 

１０．回流条件 

〈预热工程〉 

・ 使焊锡膏中的溶剂徐徐蒸发、防止跌落→微小焊锡球／连接 

・ 热冲击的缓和→裂纹、部件的劣化 

・ 基板温度分布的平衡防止→未熔融、加热过多 
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预热工程的温度设定 

→（ａ－ｂ）…升温速度（３～４℃／ｓｅｃ）升温到１５０℃为止 

加热时间：２０～４０ｓｅｃ 

开始温度过高时（１５０℃以上）、是成为焊膏的塌陷、微小焊锡球或桥接

的原因 

[在这个条件下出现微小焊锡球的多发时，开始温度请设定在 

１００～１２０℃] 

 

   →（ｂ－ｃ）…升温速度（０．５～１．５℃／ｓｅｃ）徐徐升温到１８０℃（Ｍａｘ．２００℃）为止 

加热时间：６０～９０ｓｅｃ（Ｍａｘ．１２０ｓｅｃ） 

〔Ｎ２雰囲気（２０００ｐｐｍ） ：Ｍａｘ．３００ｓｅｃ〕 

 急剧升温是成为焊膏的塌陷、微小焊锡球或桥接的原因。还有、预热时间

过长，导致助焊剂的恶化及焊锡粉的氧化，进而成为焊锡球或湿润性不

良的原因 
                  预热温度高，导致助焊剂的耐热时间变短→焊锡球的发生 

 

 〈回流工程〉 

・从预热工程进入最高温度的工程→进入零部件的热冲击的缓和 

・最高温度→考虑零部件／基板的耐热性 

・焊料熔融时间→防止合金层的生成／合金层的增长过多 

 

回流工程的温度设定 

→（ｃ－ｄ）…升温速度（３℃／ｓｅｃ以下） 

   →（ｍ－ｎ）…焊料的熔融时间（２２０℃以上 ３０～６０ｓｅｃ） 

   →（ｅ）…最高温度：２３０℃（保持２０～３０ｓｅｃ，Ｍａｘ．５０ｓｅｃ） 

→Ｍａｘ．２４０℃ 

→（ｆ－ｇ）…冷却速度（２℃／ｓｅｃ以上） 
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                     推荐温度曲线图 

  温度(℃)                                                   Maｘ.:240℃ 

                             最高温度:230℃（20～30ｓｅｃ） e                 

230                                                 d       f       

220                                               m          n 

                                  升温速度 3℃/sec以下       

180                                                 c    220℃以上   

升温速度 0.5～1.5℃/sec                      30～60sec       冷却速度            

２℃／ｓｅｃ以上 

    150          b               

                                                                        g 

                    150～180℃ :60～90sec (Max.120sec)                                           

3～4℃/sec    

  

   a                               

                                                                 

0        30          60          90           120          150    時間(sec)             
 

  〈温度测定要点〉 

    在基板上进行测定３～５处 

     ①基板的前部／后部／中央部／端部 

     ②零部件搭載密度高的地方／低的地方 

     ③热容量的大的零部件和它的旁边 

     ④耐热性较弱的零部件引线和实体表面（ＩＣ／电解电容） 

      

※使用温度设定后的基板：Ｗ１５０☓Ｌ１５０☓Ｔ１（ｍｍ） 玻璃环氧基板    
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 １１．清 洗 

１） 印刷不良时基板的清洗 
 
工程 印刷后直接清洗的场合 印刷后间隔一段时间的场合 
１ 擦去基板上的焊膏 擦去基板上的焊膏 

２ 在ＩＰＡ中进行超音波清洗或者用

刷子清洗 
亚甲基氯化物 ⋯ 在冷却溶液中

振动浸泡、约５分钟 

３ 用ＩＰＡ进行洗涮 用ＩＰＡ进行洗涮 
４ 干燥 干燥 
５ 用空气枪进行喷洗 用空气枪进行喷洗 

 
 

２） 本产品是作为免清洗的焊料而被研究开发的、基本上是不能进行清洗的。 

但是、无论如何都要清洗的话、回流后、请尽早在短时间内进行清洗。 
 

→ 亚甲基氯化物 … 在冷却溶液中振动浸泡、约５分钟 

 

→CLEAN-THROUGH、PINE-ALPHA（商品名）…加热超音波清洗（５０～６０℃） 

不脱落难以清洗的话可使用刷子 

 

※清洗后焊膏中容易残留的物质 

・可塑剂…分子量大、熔点高（脂肪酸聚酰胺） 

・松  香…在回流中炭化后的场合 

 

※对应免清洗的焊膏 

助焊剂中含有活性成分。活性成分在焊接加热时某种程度会被分解、在焊接后的助焊

剂中还是会残留１／３～２／３的活性作用。 

然而，在被固体形态的松香包裹后会失去活动性， 从而在外表上成为非活性状态。 
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※不充分的清洗 

清洗是将助焊剂残渣无限稀释后的状态。清洗不充分会使松香变软化，活性剂就容易

活动，或者是部分的松香在溶解后并有活性成分的剥离，反而会引起信赖性的低下。 

 

 

         固体松香                  活性成分                   软化松香 

 

             非活性状态                          活性状态 

（松香在固体化状态时，活性                    （松香在软化状态时、活性 

成分被松香包在里面不能活动）                   成分离子化并自由活动） 
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